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0. 名词定义和缩略语说明

ECU 电子控制单元

FS Full Scale 全量程

EMC 电磁兼容

ESD 静电放电

ADC 模拟数字转换器

DAC 数字模拟转换器

Nibble 4-bit数据，或半字节数据

LSN 最低 Nibble
MidN 中间 Nibble
MSN 最高 Nibble
PCB 印刷电路板 Printed Circuit Board
PWM 脉宽调制

SENT Single Edge Nibble Transmission，单边沿 4-bit（半字节）数字信号传输标准协议

NC 不连接

EEPROM 电可擦可编程只读存储器

FPI 飞仙编程器

FPK 飞仙编程软件包

FI/FFI 飞仙智能
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1. FI3710简介

FI3710系列芯片用于汽车、工业、医疗以及定制场合中，检测绝对旋转角度，或线性运动的非接触式电

涡流感应位置传感器芯片。

FI3710芯片使用线圈中感应和涡流的物理原理来检测在一组线圈上方滑动或旋转的导电目标的位置，该

线圈由一个激励线圈和几组接收线圈组成。芯片与外围元件以及激励线圈形成振荡信号，从而引起空间

磁场的变化，通过一组或两组三个接收线圈感应空间磁场的变化，检测并输出导电滑块或旋转物体在接

收线圈上滑动或旋转时的位置信号。

在一般应用中，激励线圈和接收线圈通过在 PCB板上布线的方式实现。由于线圈组上方导电物体位置的

变化，激励线圈会在接收线圈上方感应出次级电信号，再经过芯片的调制和信号处理获得一个表示导电

物体位置的信号。

1.1. 特性和优势

 基于电涡流感应原理的非接触式位置传感芯片

 相比霍尔传感器，抗杂散磁场能力更强，可不需要额外的屏蔽措施

 绝对旋转角度检测，相对旋转角度差检测以及线性位置检测

 不需要磁体，应用成本更低

 高分辨率，小角度同样适用

 高精度，误差≤0.15%*全量程（理想线圈）

 内置有非易失性存储单元，支持客户 EOL编程

 上下限位或占空比可编程

 输出模式可编程：Analog、PWM、SENT
 PWM输出频率可编程：64Hz~4KHz
 支持标准 SENT、倍速 SENT、EMC增强 SENT，以及 EMC增强倍速 SENT
 转子偏移编程校正

 气隙偏差，线圈不一致等非线性补偿

 多种功能安全诊断

 过压保护，以及反向供电保护

 48-bit客户 ID编号（48-bit FFI_ID可实现可追溯性）

 单芯片有 SSOP20(双通道)和 TSSOP16封装：无铅且符合 RoHS规范

 AEC-Q100 Grade0，工作环境温度从-40℃到 150℃
 满足 ISO 26262 SEooC ASIL B (FI3710DL/EL版本）

1.2. 典型应用

 旋转位置传感器（最高 360°）：水阀、热管理、SAS等传感器

 小角度传感器或弧形运动传感器：油门踏板、变速箱挡位、车身高度、节气门等传感器

 线性运动传感器：油门踏板、刹车踏板、液位、前后轮转向等传感器
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2. 功能概述

FI3710通过内部信号产生模块配合外围无源元件产生激励信号，外部移动块或旋转块的变化引起感应输

入信号 INA0~INA2 及 INB0~INB2 的变化，再经过信号调制处理、滤波、自动增益调节等处理之后，送

给 ADC转成数字码，并经过数字处理，通过 Driver驱动输出随移动块变化的信号。

图 2- 1 FI3710芯片系统框图

FI3710 芯片可获取单个或两个通道信号并完成信号处理，并可对输出通道进行编程，实现

Analog/PWM/SENT模式输出。
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3. 引脚定义和引脚说明

3.1. SSOP20封装引脚定义

图 3- 1 SSOP20封装引脚示意图

3.2. SSOP20封装引脚说明

表格 3- 1 SSOP20封装引脚说明列表

序号 引脚名 类型 描述

1 INA0 Input 通道 A0感应信号输入

2 INB0 Input 通道 B0感应信号输入

3 INA1 Input 通道 A1感应信号输入

4 INB1 Input 通道 B1感应信号输入

5 INA2 Input 通道 A2感应信号输入

6 INB2 Input 通道 B2感应信号输入

7 NC No Connect 悬空

8 LC1 Input/output 激励信号输入输出

9 NC No Connect 悬空

10 LC2 Input/output 激励信号输入输出



感应式位置传感器芯片 FI3710

飞仙智能 机密信息 未经许可 不得转载

8 / 29

序号 引脚名 类型 描述

11 OUT0 Input/output Analog/PWM/SENT输出，或用作编程通信用途

12 OUT1 Input/output PWM输出

13 VSSA Ground 芯片地

14 VDD Supply 芯片电源，并可用作编程通信用途

15 TOUT0 Input/output 测试输入/输出 0脚，正常应用悬空或接地

16 TEST0 Input 测试输入 0脚，正常应用悬空或接地

17 TOUT1 Input/output 测试输入/输出 1脚，正常应用悬空或接地

18 TEST1 Input 测试输入 1脚，正常应用悬空或接地

19 VSSA Ground 芯片地

20 VREG Output 内部模拟电源，外部连接电源缓冲电容器

3.3. TSSOP16封装引脚定义

图 3- 2 TSSOP16封装引脚示意图
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3.4. TSSOP16封装引脚说明

表格 3- 2 TSSOP16封装引脚说明列表

序号 引脚名 类型 描述

1 INA0 Input 通道 A0感应信号输入

2 INA1 Input 通道 A1感应信号输入

3 TEST2 Input 测试输入 2脚，正常应用悬空

4 INA2 Input 通道 A2感应信号输入

5 TEST3 Input 测试输入 3脚，正常应用悬空

6 LC1 Input/output 激励信号输入输出

7 LC2 Input/output 激励信号输入输出

8 OUT Input/output Analog/PWM/SENT输出，或用作编程通信用途

9 TOUT2 Input/output 测试输入/输出 2脚，正常应用悬空

10 VSSA Ground 芯片地

11 VDD Supply 芯片电源，并可用作编程通信用途

12 TOUT0 Input/output 测试输入/输出 0脚，正常应用悬空或接地

13 TEST0 Input 测试输入 0脚，正常应用悬空或接地

14 TOUT1 Input/output 测试输入/输出 1脚，正常应用悬空或接地

15 TEST1 Input 测试输入 1脚，正常应用悬空或接地

16 VREG Output 内部模拟电源，外部连接电源缓冲电容器
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4. 应用参考设计

4.1. SSOP20封装的典型 PWM输出应用

图 4- 1 SSOP20封装的典型 PWM输出应用设计示意图

表格 4- 1 SSOP20封装的典型 PWM输出应用的元器件列表

元器件
PWM应用

单位 描述
Min. Typ. Max.

CVDD 80 100 - nF 电容

Creg - 900 - nF 电容

CLC
（1） - 1.5 - nF 电容

CSF1 7 10 12 nF 电容

RSF 58 61.9 124 Ω 电阻

CSF2 3.3 4.7 5.64 nF 电容

RPU 2.15 2.2 2.25 KΩ 电阻

RF1 460.6 470 479.4 Ω 电阻

CF1 0.7 1 1.2 nF 电容

RF2 4.6 4.7 4.8 KΩ 电阻

CF2 70 100 120 pF 电容

(1) CLC由线圈的实际设计来定，需符合 6.6中的激励信号频率范围要求，以下 4.2~4.4节类同。



感应式位置传感器芯片 FI3710

飞仙智能 机密信息 未经许可 不得转载

11 / 29

4.2. SSOP20封装的典型模拟输出应用

图 4- 2 SSOP20封装的典型模拟输出应用设计示意图

注：AB两组感应线圈中选一组使用即可。

表格 4- 2 SSOP20封装的典型模拟应用的元器件列表

元器件
ANA应用

单位 描述 备注
Min. Typ. Max.

CVDD 80 100 - nF 电容 靠近引脚

Creg - 900 - nF 电容 靠近引脚

CLC - 1.5 - nF 电容

CSF1 10 100 220 nF 电容 靠近引脚
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4.3. SSOP20封装的典型 SENT输出应用

图 4- 3 SSOP20封装的典型 SENT输出应用设计示意图

表格 4- 3 SSOP20封装的典型 SENT输出应用的元器件列表

元器件
SENT应用

单位 描述
Min. Typ. Max.

CVDD 80 100 - nF 电容

Creg - 900 - nF 电容

CLC - 1.5 - nF 电容

CSF1 4.76 6.8 8.16 nF 电容

RSF 117 120 124 Ω 电阻

CSF2 4.76 6.8 8.16 nF 电容

RPU 47 51 55 KΩ 电阻

RF1 382 390 398 Ω 电阻

CF1 1.54 2.2 2.64 nF 电容

RF2 3.5 3.6 3.7 KΩ 电阻

CF2 154 220 264 pF 电容
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4.4. TSSOP16封装的典型应用

图 4- 4 TSSOP16封装的典型应用设计示意图

表格 4- 4 TSSOP16封装的典型应用的元器件列表

元器件
ANA应用 PWM应用 SENT应用

单位
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.

CVDD 80 100 - 80 100 - 80 100 - nF
Creg - 900 - - 900 - - 900 - nF
CLC - 1.5 - - 1.5 - - 1.5 - nF
CSF1 10 100 220 7 10 12 4.76 6.8 8.16 nF
RSF 58 61.9 124 117 120 124 Ω
CSF2 3.3 4.7 5.64 4.76 6.8 8.16 nF
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5. FI3710传感器芯片的编程

5.1. 编程器的连接

FI3710芯片与飞仙智能提供的 FPI编程器连接，配合编程软件 FPK以及专用的 FI3710编程子板，通过

编程软件 FPK的 GUI操作实现编程。

图 5- 1 FI3710编程硬件连接示意图

5.2. 输出模式编程

FI3710芯片的输出模式分：PWM，SENT和 Analog三种模式，可以通过编程实现不同模式输出。

表格 5- 1输出模式参数

参数 位宽 默认值 描述

OUT0_MODE 2 2’b00

OUT0的输出模式控制

2’b00: PWM输出

2’b01: Analog输出

2’b1x: SENT输出

OUT1_EN 1 1’b0
OUT1的输出使能控制

1’b0: 输出禁止

1’b1: 输出启用

5.2.1. PWM输出模式频率配置

PWM输出的频率可以参数来配置，具体见下表：
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表格 5- 2 PWM输出的频率配置参数

参数 位宽 默认值 描述

OUT0_PER 3 3’b000

OUT0 PWM输出频率配置

3’b000: 512Hz
3’b001: 1KHz
3’b010: 2KHz
3’b011: 4KHz
3’b10x: 64Hz
3’b110: 128Hz
3’b111: 256Hz

OUT1_PER 3 3’b000

OUT1 PWM输出频率配置

3’b000: 512Hz
3’b001: 1KHz
3’b010: 2KHz
3’b011: 4KHz
3’b10x: 64Hz
3’b110: 128Hz
3’b111: 256Hz

5.2.2. SENT输出模式参数配置

表格 5- 3 SENT输出参数配置

参数 位宽 默认值 描述

SENT_SPEED 1 1’b0
定义 SENT协议的速率

1’b0: ticks=3.0 μS
1’b1: ticks=1.5 μS

SENT_MAX_RANGE 1 1’b0
SENT输出范围调节

0：标准值

1：扩展值

5.2.3. Analog输出模式参数配置

表格 5- 4 Analog输出模式参数

参数 位宽 默认值 描述

OUT0_ANA_INV 1 1’b0
OUT0模拟输出取反

1‘b0: 正常输出

1’b1: 反向输出

OUT0_ANA_HALF 1 1’b0
OUT0模拟输出半幅输出

1’b0: 满幅

1’b1: 半幅
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5.3. 非易失性存储编程锁定

通过设置 EE_MEM_LOCK参数，可以对 FFI及用户设置的全部 EEPROM参数进行写保护。一旦锁定功

能启用，EEPROM的值将不再能被更改。

注意：MEM_LOCK参数可以通过 solver函数“MemLock”进行设置。

5.4. 可追溯信息

出厂时，FFI在每个芯片内置的非易失性存储中编程写入唯一的 ID标识。同时，也开放部分存储单元供

用户存储 ID信息。FFI强烈建议在 EOL编程时，将必要的 ID写入用户 ID存储地址中，以确保最终产品

的完全可追溯性。

表格 5- 5 FFI出厂 ID

参数 位宽 默认值 描述

FFI_ID[15:0] 16 FFI(1) 0~65535
FFI_ID[31:16] 16 FFI(1) 0~65535
FFI_ID[47:32] 16 FFI(1) 0~65535

(1) FFI出厂已经编程，不可修改。

表格 5- 6 用户可编程 ID

参数 位宽 默认值 描述

USR_ID[15:0] 16 16’h0000 0~65535
USR_ID[31:16] 16 16’h0000 0~65535
USR_ID[47:32] 16 16’h0000 0~65535
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6. 技术规格

6.1. 绝对最大额定值

表格 6- 1 绝对最大额定值

参数 符号 最大值 备注

正向供电电压 VDDFWD

+20V
+24V 1小时

+30V 1分钟

正向供电电流 IDDFWD 30mA

反向供电电压 VDDREV
-10V
-13V 1分钟

反向供电电流 IDDREV -70mA
正向输出电压 VOUTFWD +18V
正向输出电流 IOUTFWD 30mA
反向输出电压 VOUTREV -0.3V
反向输出电流 IOUTREV -50mA
存储温度范围 TS 55°C to +165°C
工作温度范围 TA -40°C to +150°C
最大工作结温 TJ +165°C

注意：超出绝对最大额定值会导致永久损坏，长时间工作在绝对最大额定值下可能会影响芯片的可靠性。

6.2. 一般性电气规格及性能规格

TA= -40°C to +150°C (除非另有规定)

表格 6- 2 一般性电气规格及性能规格

参数 符号 备注 最小 典型 最大 单位

位置信号精度 Accposition 理想线圈 -0.15 0.15 %FS
供电电压 VDD(1) 保证正常运行 4.5 5 5.5 V

供电电流 IDD
无 LC线圈、无负载 10 16 mA
有 LC线圈、有负载：

FLCO=3.35MHz
12 36 mA

模拟电源 VDDA 内部电源 3.05 3.3 3.6 V
启动电流 Istart 60 mA

ADC分辨率 RADC 12 bits
DAC分辨率 RDAC 12 bits

PWM输出上拉电阻 RL_PWM 上拉到 5V 2.15 2.2 2.25 kΩ
PWM输出电平

（RL_PWM to VPU）

VPWM_lo 外接指定负载，并通过上拉电

阻 RL_PWM=2.2kΩ连接到

5 %VPU

VPWM_hi 95 %VPU
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参数 符号 备注 最小 典型 最大 单位

VPU=5V
SENT输出上拉电阻 RL_SENT 上拉到 5V 47 51 55 kΩ

SENT输出电平（RL_SENT

to VPU）

VSENT_lo SENT_MAX_RANGE=0，外接

指定负载，并通过上拉电阻

RL_PWM=51kΩ连接到 VPU=5V

0.3 1.1 V
6 22 %VDD

VSENT_hi
3.8 4.6 V
76 92 %VDD

VSENT_lo_Ex SENT_MAX_RANGE=1，外接

指定负载，并通过上拉电阻

RL_PWM=51kΩ连接到 VPU=5V

0.2 0.6 V
4 12 %VDD

VSENT_hi_Ex
4 4.9 V
80 98 %VDD

模拟输出电阻 RL 下拉到地 5 kΩ
模拟输出电容 CL 下拉到地 3.3 100 nF

模拟满幅饱和输出电平
Vana_lo_full

下拉到地 5KΩ, 100nF
5 %VDD

Vana_hi_full 95 %VDD

模拟半幅饱和输出电平
Vana_lo_half

下拉到地 5KΩ, 100nF
5 %VDD/2

Vana_hi_half 95 %VDD/2

被动诊断输出电平

（模拟输出模式，开路追

踪诊断）

BVSSPD VSS开路 & 下拉负载 RL≥5kΩ 95 %VDD

BVSSPU VSS开路 & 上拉负载 RL≥5kΩ 99.5 100 %VDD

BVDDPD VDD开路 & 下拉负载 RL≥5kΩ 0 0.5 %VDD

BVDDPU VDD开路 & 上拉负载 RL≥5kΩ 2 %VDD

(1) PWM模式下工作范围为 4.75V~5.5V,SENT模式下工作范围为 4.85V~5.15V。

6.3. 电源供电规格

表格 6- 3 电源供电规格

参数 符号 备注 最小 典型 最大 单位

供电电源摆率 SRVDD 1 V/μS

6.4. Analog输出的时序规格

表格 6- 4 Analog输出的时序规格

参数 符号 备注 最小 典型 最大 单位

信号采样周期 16 μS
输出刷新周期 Tper 220 440 614 μS

系统初始响应时间 2.190 mS
启动周期 Tsu 不包含模拟输出转换时间 2.702 mS

模拟输出转换速率
COUT =3.3 nF 到 10 nF
COUT =10 nF 到 100 nF

10
5

V/μS
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6.5. PWM输出的时序规格

表格 6- 5 PWM输出的时序规格

参数 符号 备注 最小 典型 最大 单位

PWM输出频率 FPWM 64 4000 Hz
PWM输出分辨率 RPWM 12 bits 0.025 %DC/LSB
数字输出上升时间 7.5 10 15 μS
数字输出下降时间 7.5 9.5 15 μS

6.6. 线圈规格

表格 6- 6线圈规格

参数 符号 备注 最小 典型 最大 单位

激励线圈电感 LTX 3.3 μH
激励信号频率 FLCO LC振荡器 3.05 3.35 4.05 MHz

接收信号幅值差 △VRX 4 120 mVpp

建议：为了确保 LC谐振电路具有良好的品质因数和较低的温度漂移，请使用 NP0电容器或者 C0G陶瓷

电容。

LCO驱动传感器线圈系统的 Tx线圈，LCO频率（FLCO）由外部电感（LTx）和两个外部电容器 CLCO），频

率由 LTX和 CLCO的值来确定。RTX表示 Tx线圈的内部电阻。

图 6- 1 LC连接示意图

LCO频率可用如下公式计算：

���� =
1

2�
1

���(����/2) −
���

���

2
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6.7. SENT输出的时序规格

6.7.1. SENT概述

FI3710提供了 EMC性能更优，且传输速率更快的扩展 SENT——Single Edge Nibble Transmission协

议输出。

6.7.2. SENT协议传输时序信息定义

SENT协议的帧编码方案是由一串连续发送的，以 “clock tick time” 为基本时间单位的脉冲序列构成，具

体包括如下序列：

 校准/同步脉冲：脉冲时序周期为 56 ticks长度，接收端接收后用于确定 SENT帧的基础时序信息。

 状态及串行通讯 Nibble脉冲：包括 4 bits 数据信息，对应的 clock ticks数为 12~27 ticks。
 数据 Nibble脉冲：一串包含 1~6组用来表示通信信号 4 bits数值的数据 Nibble脉冲序列。

 校验 Nibble脉冲：包括 4 bits校验数据信息，对应的 clock ticks数为 12~27 ticks。
 Pause脉冲：可选，在校验 Nibble脉冲序列之后传送，最小长度为 12 ticks，最大长度 687 ticks。

更多关于 SENT规格的信息，请参考 SAE J2716-2016标准。

6.7.2.1. 标准 SENT 3 Nibble输出帧格式

图 6- 2 传送一个 12-bits 信号的标准 SENT 3 Nibble编码帧格式

表格 6- 7 标准 SENT 3 Nibble 输出的时序规格

参数 符号 备注 最小 典型 最大 单位

Tick时间 TTick SENT输出的 tick时间长度 2.7 3.0 3.3 μS
SENT帧周期 TFrame_SENT SENT每帧的帧长 660 μS
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6.7.2.2. 标准 SENT 6 Nibble输出帧格式

图 6- 3 传送两个 12-bits 信号的标准 SENT 6 Nibble编码帧格式

表格 6- 8 标准 SENT 6 Nibble 输出的时序规格

参数 符号 备注 最小 典型 最大 单位

Tick时间 TTick SENT输出的 tick时间长度 2.7 3.0 3.3 μS
SENT帧周期 TFrame_SENT SENT每帧的帧长 882 μS

6.7.3. EMC增强的 SENT时序信息

FI3710特别定制的具有 EMC增强，且传输速率更高的 SENT协议。标准 SENT采用固定的低电平时间，

可变的高电平时间来编码被传输数据。FI3710 定制的 SENT扩展协议为了更佳的 EMC性能，区别于标

准 SENT协议的编码样式，采用固定的高电平时间，可变的低电平时间来编码数据，并且每帧 SENT长

度是相等的，为了实现每帧 SENT 数据一致，增加了可变长度的 Pause 脉冲，而标准 SENT 协议每帧

SENT数据的长度是可变的，每帧长度不一致。

为了更高的传输速率，降低应用时的感应延时，FI3710 对标准 SENT 协议进行了扩展，可采用更小的

SENT tick时间，最小 SENT tick时间为 1.35μS。
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6.7.3.1. EMC增强的倍速 SENT 3 Nibble输出帧格式

图 6- 4 传送一个 12-bits 信号 EMC增强的倍速 SENT 3 Nibble编码帧格式

表格 6- 9 EMC增强的倍速 SENT 3 Nibble输出的时序规格

参数 符号 备注 最小 典型 最大 单位

Tick时间 TTick SENT输出的 tick时间长度 1.35 1.5 1.65 μS
SENT帧周期 TFrame_SENT SENT每帧的帧长 660 μS

6.7.3.2. EMC增强的倍速 SENT 6 Nibble输出帧格式

图 6- 5 传送两个 12-bits 信号 EMC增强的倍速 SENT 6 Nibble编码帧格式
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表格 6- 10 EMC增强的倍速 SENT 6 Nibble输出的时序规格

参数 符号 备注 最小 典型 最大 单位

Tick时间 TTick SENT输出的 tick时间长度 1.35 1.5 1.65 μS
SENT帧周期 TFrame_SENT SENT每帧的帧长 882 μS

6.8. EMC/ESD规格

表格 6- 11 EMC/ESD规格

参数 符号 备注 最小 典型 最大 单位

ESD人体模型(1) HBM ±2 kV
ESD 充电器件模型(2) CDM ±2 kV

(1) ESD HBM测试是根据 AEC-Q100-002标准在所有引脚上进行的。

(2) ESD CDM测试是根据 AEC-Q100-011标准在所有引脚上进行的。

6.9. 诊断

FI3710 提供了大量的自诊断功能。这些功能大大提高了芯片运行的鲁棒性，并使芯片在发生内部或外部

错误时输出诊断信号：

1. 电源电压过低或过高：实时监控；

2. 移动导电体异常诊断：诊断转子丢失等异常；

3. 激励信号诊断：诊断激励信号是否正常，振幅过低或开路，频率过高或过低；

4. 感应信号诊断：诊断感应信号是否短路或幅值超出感测范围；

5. ADC 信号溢出；

6. 内部 EEPROM 故障，数据校验或纠错；

7. 输出开路诊断：VDD 或 VSS 断路；

8. 输出通道诊断：OUT0 或 OUT1 引脚过载。
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7. 封装

7.1. SSOP20封装

7.1.1. SSOP20封装示意图及标识

图 7- 1 SSOP20封装示意图及标识
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7.1.2. SSOP20封装尺寸

图 7- 2 SSOP20封装尺寸

图 7- 3 SSOP20封装具体尺寸信息
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7.2. TSSOP16封装

7.2.1. TSSOP16封装示意图及标识

图 7- 4 TSSOP16封装示意图及标识

7.2.2. TSSOP16封装尺寸

图 7- 5 TSSOP16封装尺寸
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图 7- 6 TSSOP16封装具体尺寸信息
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8. 订货信息

FI3710可以订货的信息如下。最新的订货信息请联系市场部。

表格 8- 1 FI3710可订货信息

芯片代码 版本代码 温度代码 封装代码 电容封装代码 可选代码 包装代码 备注

FI3710 A L GQ N 000 RA PWM和 SENT输出

FI3710 B L FU N 000 RA

ANA、PWM
和 SENT输出

FI3710 C L GQ N 000 RA
FI3710 C L FU N 000 RA
FI3710 D L GQ N 000 RA
FI3710 D L FU N 000 RA
FI3710 E L GQ N 000 RA
FI3710 E L FU N 000 RA

其中：

 温度代码： L: -40°C to +150°C
K: -40°C to +125°C
E: -40°C to +85°C

 封装代码： FU:SSOP20
GQ:TSSOP16

 包装代码： RA: Reel 包装

订货信息示例： FI3710ELGQ-N-000-RA
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修订记录

版本 日期 版本描述

V1.0 2024.01 初始版本

V1.1 2024.02 更新应用信息

V1.2 2024.03 更新 TSSOP16封装信息

V1.3 2024.04 更新可订货信息

V1.4 2024.10 更新 Analog、SENT输出的时序规格、线圈规格、订货信息等信息

V1.5 2025.04
更新特性和优势、绝对最大额定值、一般电气规格、线圈规格、标

识、订货信息。

V1.6 2025.05 更新一般电气规格信息。
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形式传播。
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深圳市飞仙智能科技有限公司（"飞仙智能”）保留随时对飞仙智能产品，文档和规格进行变更、更正、

增强、修改和改进的权利，恕不另行通知。因此，用户应在订货之前获取关于飞仙智能产品的最新信

息，和飞仙智能核对信息的正确性是必要的。

除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的
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